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atmoFlex 1250
ROLLE-ZU-ROLLE PILOTBANDBESCHICHTUNGS-
ANLAGE

Die Lackierung von Kunststofffolien

und anderen flexiblen Substraten bzw.
deren Materialmodifikation ermdglichen
den Einsatz dieser Materialien in einer
Vielzahl von Produkten. Mit Rolle-zu-Rolle-
Anlagen kdnnen entsprechende Prozesse
kostenglnstig und effizient durchgefihrt
werden.

In der Beschichtungsanlage atmoFlex 1250
kénnen optische und dekorative
Funktionsschichten, Kratzschutzschichten
und durch Prageprozesse strukturierte
Schichten aufgebracht werden. Mit einer
maximalen Bahngeschwindigkeit von bis zu
150 m/min kdnnen diese Beschichtungen
hochproduktiv hergestellt werden.
Weiterhin kénnen mit der atmoflex 1250
Bahnmaterialien laminiert bzw. kaschiert
werden.

Der Lackauftrag erfolgt durch eine
Schlitzduse (slot die), um eine homogene

Dickenverteilung quer und langs zur
Bahnlaufrichtung zu garantieren. Die
Vernetzung des Lackes findet mittels eines
Elektronenstrahlers statt, welcher auch
zur Nachvernetzung und Sterilisation der
Bahnware genutzt werden kann.

Um der Verwendung von vorbeschichteten
Materialien Rechnung zu tragen, wurde die
atmoFlex 1250 mit oberflachenoptimierten
Walzen ausgestattet, die dartber hinaus
einen groBeren Durchmesser im Vergleich
zu sonst Ublichen Walzen aufweisen.
Dadurch kénnen insbesondere vakuum-
beschichtete Substrate sehr belastungsarm
prozessiert werden.

Die atmoflex 1250 ermoglicht dem
Fraunhofer FEP eine geschlossene Prozess-
kette zur Entwicklung und Pilotproduktion
von Mehrfachschichtsystemen aus Lack-
und Vakuumschichten unter produktions-
nahen Bedingungen.



Permeationsbarriereschicht
aufgebracht durch Vakuumbeschichtung

Planarisierungsschicht
aufgetragen durch Nassbeschichtung

aufgebracht durch

Permeationsbarriereschicht Vakuumbeschichtung

Substratmaterial
mit Oberflachendefekt

4 5U8000 1.0kV 2.5mmx50.0k LA100(U)

Technische Daten Technologie
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subsiEidde 00 10..300pm = Elektronenstrahlvernetzung
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Prozessmodule - Abwickler mit Schutzfolienhandling Substrate

= Corona-Vorbehandlung

= Kontaktreinigung

Unser Angebot

= Beschichtung mittels Schlitzdlse

= Nasslamination

» Vernetzung/Behandlung mittels Elektronenstrahl = Entwicklung von Technologien zur

- el inean Beschichtung von Kunststofffolien und

» Aufwickler mit Schutzfolienhandling anderen flexiblen Materialien

= Beschichtungs- und Applikationstests
von strahlenvernetzbaren Lacken fir

5 Schema der atmoFlex 1250 verschiedenste Anwendungen (optische
und dekorative Funktionsschichten,
VerschleiBschutzschichten, Permeations-
sperrschichten)

= Entwicklung und Test von Schltsselkom-
ponenten

= Bemusterung fur Tests und fur die
Marktentwicklung, sowie Pilotproduktion

= Untersuchungen zur Wirtschaftlichkeit

von Beschichtungsprozessen

3 Beispiele strukturierter Oberfléchen,
die mit Nassbeschichtung aufgebracht

und mit Elektronenstrahl ausgehértet

wurden
Europa fordert Sachsen 4 Ansicht SEM-Querschnitt einer
3D mm EFRE Permeationsbarriereschicht, abgeschie-
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den mit Nassbeschichtung, bestehend

aus zwei im Vakuum abgeschiedenen
Barriereschichten und einer Planari-
sierungsschicht, ein Oberfldchendefekt
des Substrates wurde damit effektiv

ausgeglichen
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